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1) The Ijnternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization.-cd
all njational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is\ to
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Interna

ational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electraenic f
bnd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Speci
hical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to

Cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National*Committee i
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International, (Gevernmental 3
nmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. |I[EC collaborate
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with'_tonditions deterr]
ment between the two organizations.

brmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as hearly as possible, an inte
ensus of opinion on the relevant subjects since each technical comiittee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international~use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts are made\to ensure that the technical conter
Cations is accurate, IEC cannot be held responsible forthe way in which they are used oj
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC National JCommittees undertake to apply IEC Pul
parently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any di
ben any |IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind
tter.

tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide c
sment services and, in some areas, actess to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg
Ces carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they haveithe latest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC or ifs’directors, employees, servants or agents including individual exg
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property d4
damage of any nature, whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
hses arising out of the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawn to the/Normative references cited in this publication. Use of the referenced publid
ensable for the 'correct application of this publication.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
t rights.A]JEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

lional- Standard IEC 62326-20 has been prepared by IEC technical commit

mprising
promote
ields. To
ications,
as “IEC
terested
nd non-
5 closely
hined by

rnational
from all

National
t of IEC
for any

lications
ergence
icated in

nformity

for any

erts and
mage or
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ther IEC

ations is

bbject of

ee 91:

Electro

hics’assembly technology.

This first edition cancels and replaces the IEC/PAS 62326-20 published in 201
constitutes a technical revision.

1, and

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

a) this edition focuses on the technical content of the printed circuit board for high-brightness
LEDs;

b) the figures related to the printed circuit board for high-brightness LEDs have been refined.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

91/1311/FDIS

91/1330/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

A list of all parts in the IEC 62326 series, published under the general title Printed boards,

can be found on the IEC website.

This pdblication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchang

the stqbility date indicated on the IEC website under "http://webstore.iecych" in th
related|to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
. replaced by a revised edition, or

e amended.

ed until
e data

IMPORTANT — The 'colour inside' logo on the cover page of this publication ind

that it contains colours which are considered to be useful

for the ¢

underdtanding of its contents. Users should therefore print this document us

colour|printer.

icates
orrect
fing a
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PRINTED BOARDS -

Part 20: Printed circuit boards for high-brightness LEDs

ope

C 2016

This part of IEC 62326 specifies the properties of the printed circuit board (hereafter
described as PCB) for high-brightness LEDs. Many aspects of the PCB for high-bri
LEDs dre identical with those of ordinary PCBs, therefore, some aspects of this stands
describe general aspects.

htness

2 Naormative references

The fol
are ind
undate
amend

IEC 60

IEC 61
interco
structu

IEC 61

owing documents, in whole or in part, are normatively referenced’in this docum
Jspensable for its application. For dated references, only the\edition cited appli
I references, the Ilatest edition of the referenced( document (includin
ments) applies.

194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

189-3:2007, Test methods for electrical~~materials, printed boards and
hnection structures and assemblies — PRart 3: Test methods for intercon
res (printed boards)

P49-2-6, Materials for printed boards and other interconnecting structures — P

Reinfofced base materials, clad and uné¢lad — Brominated epoxide non-woven/woven
reinfor¢ed laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad

IEC 61

P49-2-7, Materials for printed boards and other interconnecting structures — P

Reinforiced base materials clad and unclad — Epoxide woven E-glass laminated s
defined flammability (vertical burning test), copper-clad

IEC 62878-1-1, Device embedded substrate — Part 1-1: Generic specification
methods
3 Terms;-definitions and abbreviations

3.1 Terms-and-definitions

rd also

ent and
es. For

g any

other

hection

art 2-6:
F-glass

art 2-7:
heet of

Test

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60194 apply.

3.2 Abbreviations
AABUS As Agreed Between User amd Supplier

BGA
CCL
COB
CSP
HID

LED
PCB

Ball Grid Array

Copper Clad Laminate
Chip On Board

Chip size package

High Intensity Discharge
Light Emitting Diode
Printed Circuit Board
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PWB

Printed Wiring Board

4 Classification and class of the printed circuit board for high-brightness

LE

Ds

The PCB for high-brightness LEDs specified in this standard shall satisfy the specifications A
to C in Table 1 and Figure 1 in the following way. The materials used in the materials of PWB
are not specified, however, they shall be agreed between user and supplier (hereafter
referred to as AABUS) depending on the application area of the boards in question. Figure 1
gives an example of classification and their application by base materials, for printed circuit
boards for high-brightness LEDs and final products.

Table 1 — Application and classification
Pri_ ary. Sec?'.'da'fy Thermal
classification R classification Lo g Heat transfer Thefrmal
Definition . . Definition conductivity .
(thermal (insulation parameter impedance
. parameter
condudtivity) property)
W/(mK) WHm?2K) (Km2/W)
No
specification
Electric
T strength
A Standard <1 <10
boards <1000V
Electric
M strength
>1 000V
_N_o . Thgrmal
specification impeddnce can
Electric befcalculated
Thermal " strength me;cs)l?ré?neent
B conductive <1,000 V >1 <10 of thermal
boards L
- conductivity
Electric and thq inverse
m strength heat transfer
>1 000 V parameter.
No
specification
Electric
High thermal I strength
g conductive <1000V >1 >10
boards
Electric
H :frnngfh
>1 000 V
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Heat radiation A B c
Resin type substrate Resin type substrate
IEC 60249-2-6 and (with thermal via)

IEC 60249-2-7 (CEM-3, FR-4)

High thermal conductive
Classification by resin substrate
base materials Metal core substrate

Flexible type substrate

Metal base substrate

Ceramic type substrate

Conventional substrate for discrete type electronic components mounted boards |

Clagsification by —
printedl circuit boards | Substrate for semiconductor package |

| Substrate for Chip on Beard |

| Lamp for assistant lighting |

Substitution for halogen lamp

Substitution for
fluorescent lamp

Clagsification by
final products

| Substitution for filament lamp |
I

| Street lamp |

Substitution for HID

Inspilation class I ‘ 11 ‘ 111 I ‘ I ‘ 111 I ‘ 11 ‘ 111

IEC

Figure 1 — Example of a classification and its application

5 Design rules and allowance

5.1 Panel and board;sizes

511 Board size

NOTE Ipdications-en board size are added for reference only.

The size of\the board of the product (a x b) illustrated in Figure 2.

should be selecied so that the boards can be arranged efficiently within a panel with a size as
specified in Table 2. These dimensions are given for information only. Or, a proper panel with
a size given in Table 2 shall be selected so as to satisfy the required efficient arrangement of
the boards.
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Printed board

\ N

0
e N i
4
NN Wi Vi .................
A
N
) U A |
........... /
: // //
S
________________________________ £
....... &
C3 b E b C4
IEC
Key
Board size of the product: a x b
Space bgtween board and panel edges: ¢y, ¢,, ¢3, ¢ 4
Space bgtween boards: e,, e,
Figure 2 — Board arrangement/in a panel
Table 2 - Panel dimensions
dize of a CCL Division
panel 4 6 8 9
1 000 x 1 000 500 x 500 333 x 500 250 x 500 333 x $33
333 x 600
1 000 x 1 200 500 x (600 300 x 500 333 x 400
400 x 500
Dimens|ons are in millimetres.
5.1.2 Allowance 'of dimensions
The allpwance (ofydimensions of a board or a panel is given in Table 3.
Table 3 — Allowance of dimensions
Length
Allowance
mm
<100 +0,2 mm
>100 Add 0,1 mm for each 50 mm exceeding a length of 100 mm.

5.1.3 Perforation and slit

The perforation and slits are shown in Figure 3. The allowances of the distances from the
datum point to the center of the cut of the perforation and slit is given in Table 4.
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DOO“EOOt_)Oor—)ooﬁoof—)Jooc Outline of the
1 o ° . printed board
0 } Perforation
[0} (o] _—
A o o1
_ P cooc—o coc— oo 00— 0o o000 (g Sli
" o o it
Sy
A 1l N
/3
Datum point —/
P > fi
- - IEC

Table 4 — Allowance of the distances from
the datum point to perforation and<slit

Figure 3 — Distances from the datum point to perforation and slit

Distances from the datum
point to perforation and slit Allowance
mm
<100 +0,2 mm
100 Add 0,1 mm for each 50 mm
e beyond a length of 100 mm.

V-cut

cut is shown in Figure 4 andlEigure 5. The allowance of the distance from the reference
o the center of the V-cut(gy to g4) is given in Table 5. The allowance of the d
of the position of the V-cut on\the front and back planes is 0,2 mm, and the allowanc

viation
iof the

nickness of the board_ is the sum of the allowance of the board thickness +0,1 m

L QOutline of the
/—printed board
. V-cut

%)
N
¢ =y
Datum point /4g_3>
g4
IEC

Figure 4 — Distance from the datum point to the V-cut
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. Center of the V-cut
< )I (front surface)

/

Base material

Tab

52 1

The all
in Tabl

igure 5 — Allowance of position off-set of V-cuts on front and-back surfaces

e 5 — Allowance of the distance from the datum point t60 the center of the V|

Center of the V-cut
(back surface)

IEC

Distance from the datum point

to the center of the V-cut Allowance
mm
<100 +0,2 mm
~100 Add, 0,1 mm for each 50 mm exceeding a

length over 100 mm

[otal board thickness

pwance of the total board thickness (¢) and symbol marks as shown in Figure 6 i

B 6.

Solder resist

/

Legend

Plating
Copperoil

-cut

S given

Figure 6 — PWB board with symbol mark, solder resist, copper foil and plating
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Table 6 — Total thickness and its allowance

5.3 Holes

5.3.1
The fol

a) Allg

The
this

allowance of through-holes with a diameter less-than 0,6 mm for insertion of a con

and

b) Pos

Total thickness Allowance
(center value of the final board)
t
+0,10
0,3<¢t<0,5
-0,05
0,5<¢<0,8 +0,10
0,8<¢<1,10 +0,15
1,10 <t < 1,40 +0,17
+A0=7T<2;00 +0719
t>2,00 +10 %
Dimensions are in millimetres.

Insertion holes and vias
owing applies to insertion holes and vias for components.

wance of component insertion holes

allowance of component insertion holes is given in Table 7. The allowance ¢
table is not applicable to vias (through-hale. vias, buried vias and blind via

holes for press-fit of a component is to be’AABUS.

Table 7 — Allowance of-holes for component insertion

Item Allowance
0,6 <r<2,0 +0,10
Plated through-hole
t>2,0 +0,15
Non-plated through-hole +0,10

Dimensions are in millimetres.

ition of a-hiole for component insertion
center~of a hole for component insertion should be at the cross point of the

iven in
5). The
ponent

grid for

ern \design including the complementary grid lines used. The allowancg

of a

respect to the datum point as shown in Figure 7, is given in Table 8.
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Datum point

\ Finished hole

Designed hole position Quasi datum point

X,
o0 X Y) /
N ‘
Datum line
QOutline of the printed board

IEQ

Figure 7 — Positions of component insertion holes

Table 8 — Position allowance of component insertion holes

Longer dimension of rectangular board
Allowance
mm
<400 0,170 mm
-400 For a board exceeding 400 mm, add 0,05 mm for egch

additional 100 mm.

c)

Dis
The
dist]

in a

coreronent insertion shall bedatger than 1,0 mm. The distance for a press-fit hole g

ance from the board edge to the wall of a hole

distance from the board edgée to the wall of a hole (d) is shown in Figure
ance (d) between the walls of a through-hole before plating and of a h

cordance with Table 9.

8. The
ole for
hall be

Hole
Printed board %
s / AN d %
~ — -—
P4 QE
/

d e a—
V4
7/ “

t

IEC

Figure 8 — Distance between the wall of a hole and the board edge
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Table 9 — Distance between the wall of a hole and board edge

Item Distance (j) between a component hole before plating and the via wall (d)

HDI PWB <1,0 mm and also longer than the board thickness (¢)

Standard PWB | <1,5 mm and also longer than the board thickness (¢)

d) Minimum clearance between the wall of a hole and the inner conductor

The minimum clearance between the wall of a hole and the inner conductor (k) as
illustrated in Figure 9 shall be 0,325 mm in accordance with Table 10. If the distance
0,325 mm is guaranteed in the design of the pattern, the minimum separation is
guaranteed.

Table 10 — Minimum clearance between the wall of a hole
and the inner layer conductor

Minimum clearance betweéen hole wal
and the inner layer ¢conductor (k)
Item mm
Standard value Minimum valpe

Component hole 0,5

HDI PWB 0,25
Via 0,30
Component hole 0,5

Standard PWB 0,30
Via 0,35

Base material

—\ H‘ r Copper foil
 h / //\
e
_l

Through hole plating

~—
S0)

N

IEC

Figure 9 — Wall of a hole and the minimum designed
spacing to the inner conductor

5.3.2 Datum hole

0,10
The allowance of a datum hole shall be £0,05 mm, or to,oo mm. A through hole without wall
plating shall be used as a datum hole.

5.3.3 Assembly hole (a through-hole without wall plating)
The following requirements apply.

a) Allowance of an assembly hole
The allowance of an assembly hole shall be +0,10 mm.
b) Allowance of the position of an assembly hole

The allowance of the position of an assembly hole shall be in accordance with Table 8 of
5.3.1 b).
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c) Distance between an assembly hole and the board edge

— 17 -

The distance between an assembly hole and the board edge shall be larger than 2,0 mm.
In case the distance is less than 2,0 mm, the distance shall be agreed between user and

supplier.

d) The distance between an assembly hole and the inner conductor

The distance between the wall of an assembly hole and the inner conductor shall be larger
than 1,0 mm.

5.4 Conductor

5.4.1

Width of conductor pattern and its allowance

The al

conduc

Table 11 — Allowance of conductor width

owance of the formed conductor width (w), as illustrated in Figure 10, sha
accordance with the allowances as given on Table 11. The allowance of ¢he
tor pattern specifically designed for impedance control shall be AABUS.

Conductor width for

Conductor thickness (7) Allowance reference
50<r<75 +25 15 to 20
75 <t <100 +30 20 to 40
100 <7< 300 +50 30 to 50
t 2300 +100 40 to 70
+150 70
Thick copper foil circuits +200 105
+300 140

The conductor thickness is the copper foil thickness plus the thickness of plated

copper.

Dimensions are in micrometres.

w
B E———

Z /\ss\

Conductor

A [

N

NN

| o
A [
w“ Base material
I

EC

:|

| be in
inished

5.4.2

Figure 10 — Width of finished conductor

Distance between conductors and its allowance

The distance between the conductor and board edge is illustrated in Figure 11. The allowance
of the distance between conductors (%) shall be in as given in Table 12. The allowance of the
finished conductor pattern specifically designed for impedance control shall be AABUS.
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Table 12 — Allowance of the distance between conductors

Conductor thickness (/) Allowance Cond::ft:r;‘:‘i:ith for
50<h <75 +25 15 to 20
75 <h <100 +30 20 to 40
100 < 1 < 300 50 30 to 50
h =300 +100 40to 70

The conductor thickness is the copper foil thickness plus the thickness of plated
copper.

Dimensions are in micrometres.

m m Conductor

ya [\ 17 I

~~ Base material

IEC

Key
m is the ponductor spacing

n is the ¢gonductor pitch

Figure 11 — Distance between conductor and board edge

5.4.3 Thickness of the insulating layer

The thitkness of an insulating layer(¢) is illustrated in Figure 12.

Conductor j‘

Bage material — —

IEC

NOTE In case the surface of copper foil is roughened, the thickness of the base material is the minimum distance
applicable to the substrate.

Figure 12 — Thickness of the insulating layer

5.5 Printed contact
5.5.1 Allowance of the distance between the centers of two adjacent printed contacts

The allowance of the distance between the centers of two adjacent printed contacts (p, p,,) as
illustrated in Figure 13 shall be +0,10 mm. Add 0,01 mm for each additional 20 mm in case
the distance between the centers of terminals exceeds 100 mm.
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Centres of terminals
of printed contacts P

Py

—

]

T

5.5.2

The al
specifie

Printed board

Figure 13 — Distance between centers of terminals of printed contacts

Allowance of the terminal width of printed contacts

IEC

owance of the terminal width of printed contacts (w) as- illustrated in Figure 14 is

d in Table 13.

Printed contact

A
Y

SIS

Figure 14 —Terminal width of a printed contact

A

Y

Table 13 — Allowance of terminal width of a printed contact

Terminal width

Allowance
w
<1,0 +0,05
>1,0 +0,10

Dimensions are in millimetres.

5.5.3

Shift of the center of printed contacts on front and back sides of a board

The allowance of the shift of the center of printed contacts on front and back sides of a board
(¢) as illustrated in Figure 15 shall be £0,20 mm.
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q
—4—%— Printed contact

- -leo -

U

Base material

IEC

Figure 15 — Shift of the center of printed contacts
on front and back sides of a board

5.6 lland pattern
5.6.1 Allowance of the distance between the centers of two lands

The allowance of the distance between the centers of two adjacent lands (S4) and|of two
adjacent parallel lands (S) as illustrated in Figure 16 is specified/in~Table 14.

=
E:[:i

] - EE—
= |
9 f :
1 E |
o F
Center of land ‘m_H' - ﬁu

IEC

Figure 16 — Land pattern

Table 14 — Allowance of terminal width of a printed contact

Diatdllbl‘; llll:twcl‘:ll A“U\Ndllbt:
centers mm
S, +0,03
S +0,05

5.6.2 Allowance of the width of a land

The allowance of the width of a land of a land pattern (w) as illustrated in Figure 17 is
specified in Table 15. The allowance for a land narrower than 0,15 mm shall be AABUS.
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Land - .

Center of land ‘

IEC

Figure 17 — Land width of a land pattern

Table 15 — Allowance of the width of a land of a land, pattern

Landwwidth Allowance
0,15 <w < 0,35 +0,04
w> 0,35 +0,06
Dimensions are in millimetres.

Land diameter and its allowance for BGA/CSP

bwance of land diameter for BGA/CSP is specified in a) and b) below.

a) Theg pattern is shown in Figure 482 The allowance of the land diameter (d) of BGA/CSP
made of conductor only is given-in Table 16.
Land Land
E i P 3 E Conductor Base material Conductor
Base material | :‘E/ \
IEC

Figure 18 — Land diameter of BGA/CSP formed of a conductor only
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Table 16 — Land diameter and its allowance for BGA/CSP

Item Allowance of land diameter Conductor thickness?
mm um
HDI PWB oo 20 to 30
Standard PWB 008 30 to 50
2 Dimensions are given for reference.

b) The_pattern is shown in Figure 19. The allowance of the land diameter (d) of BGA/CSP

formed at the opening of solder resist is given in Table 17.

formed at the opening of solder resist

Table 17 — Allowance of the land diameter (d) of BGA/CSP

Allowance
Item
mm
HDI PWB +0,03
Standard PWB +0/056

Solder resist

Conductor

Solder resist

Figure 19 — Land diameter (d) of BGA/CSP
formed at the opening of solder resist

5.7 Fiducial mark and mark for component positioning
5.71 Typical form and size of the fiducial mark

The mark for component positioning in Figure 20 is specified in Table

IEC

18.
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uq

1 Component positioning mark

gt

,L i I
\ Fiducial mark
AN

Printed board

IEC

Figure 20 — Examples of fiducial mark and component positioning mark

Table 18 — Shapes and sizes of typical fiducial marks
and component positioning marks

Diameter
Item Shape
mm
Fiducial and component positioning marks Circle 1,0

5.7.2 Dimensional allowance of fiducial mark and component positioning mark

The dimensional allowance of fiducial mark and component positioning mark, as illustfated in
Figure PO, is £0,1 mm.

5.7.3 Position allowance of.thé component positioning mark

The farthest land pattern from.the mark (u4, u,), as illustrated in Figure 20, shall be £0,05 mm.

5.8 Interlayer connection — Copper plating

The mihimum thickhess of copper plating on the wall of via and component insertion holes is
given in Table 49,

Table 19 — Minimum thickness of copper plating

Board thickness, or layer thickness Minimum thickness of copper plating
mm pgm
t>2,4 Thickness shall be AABUS
1,0<r<24 15
0,5<t<1,0 12
t>0,5 10

The measurement shall be made by optical observation of a microsectioned vertical cross-section. Local surface
deviation is not taken into consideration.
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6.1 Gap between conductor and the wall of a component insertion hole or a via

The gap between the conductor and the wall of a component insertion hole or via, or the gap
between the inner conductor and the wall of a hole shall be larger than 0,13 mm.

6.2 Positional deviation between conductor layers of a multilayer board

The deviation of conductor layers of a multilayer board shall satisfy the conditions specified in

5.5.3, 6.1, and 6.3.

6.3 Minimum land width

The mifimum land width on the most outer layer (w,) caused by the shift of land"and the hole,
and the minimum land width on an inner layer (w,) are specified in Tablg 20 (sg¢e also

Figure P1).

Table 20 — Minimum thickness of copper plating

Minimum land

Item? width
mm
At the joint of land and conddetor w, > 0J03
Minimurp land width on outer layer w, b | Other area 6 <90¢°
Case of non-conductive*component insertion hole wy > 0/05
At the joint of land,and conductor w, > 0§03
Minimum land width on inner layer w, ©
Others (exceptaser drilled hole) ¢ 6<9p

2 Regérdless of the shape of a land.
b Inclddes the thickness of through-hole plating.
¢ Doe$ not include the thickness of through-hole plating.

4 No Hreak of inner land is allowed for\a’laser drilled hole.

W1 Wi

Land

W1

()

~ Through-hole

]

EY

IEC

Figure 21 a — Minimum land width on the outer layer
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Land

Wy ~ W
2
—
@ Plated-through hole
w2
Y

(EC
Figure 21 b — Minimum land width on the inner layer with a plated’through-hole

Land

Conductor

/
e
A\

Throughshole

@

Figure 21 c —Allowable area of land break

IEC

Figure 21 — Minimum land width

6.4 urface treatment
6.4.1 Gold plating for printed contact

The gold plating for printed contact is generally plated of hard gold on the nickel plating.

a) Nickel plating
The thickness of nickel plating on a printed contact shall be more than 2,0 um.
b) Gold plating

The hard gold shall be used for plating on a printed contact with a plating thickness of
more than 0,1 um.
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6.4.2 Other surface treatment

The details of other surface treatments including gold flush plating and solder coating depend
on the methods for interconnection (such as soldering or wire bonding). These details shall be
AABUS.

6.5 Defects of solder resist
The following requirements apply.

a) The defects in a land for BGA/CSP shall be in accordance with 5.6.3.

b) Solder resist shall not have scratch, peeling, pin-hole, or foreign material. It shall not have
any| bubble extending to two conductors.

c) Exposure of the conductor after the application of solder resist shall be in egnfomance
with the illustrations in Figure 22.

(Acceptable) (Non acceptable)
Conductor Conductor
Solder resist Soldef resist
\
Base // Base
/ material material
(Acceptable) (Non acceptable)
Conductor Conductor

Solder r¢sist Solder resist

Land
/_

| |

Base |Base _

materlal material
| |

(Acceptable) (Non acceptable)

Soldef resist Conductor | pattern Solder resist Conductor | 1d patfern

— —
/%\ Base 7% Bdse
material material

IEC

Figure 22 — Exposure of conductor

d) The minimum land width caused by the shift of solder resist (w) on the land on the outer
conductor layer of PWB used for component insertion as illustrated in Figure 23 shall be in
accordance with the specification given in Table 21.
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Solder resist .

™, Land on the
_~outer layer
B
S
s !
r -
Land width on
the outer layer
[EC

Figure 23 — Minimum land with caused by the shift of solder resist

Table 21 — Minimum land avidth

Item Minimum land width
Facing fhe component To the edge of a hole
Facing the solder Shall be larger than 0,03 mm
The area effective for soldering shall be larger than 70 %.

e) Theg overlap, smear and shift of.(solder resist on a land (width direction (v) and| length
dirdction (x)) on the outer conductor layer of PWB used for component inserfion as
illugtrated in Figure 24 shall” comply with the specification given in Table 2R. The
displacement in case the'‘sodlder resist is designed to cover the entire land pattern, as
illugtrated in Figure 24 b, shall be AABUS.

\
\
A

Solder resis:

/

Solderdesist

N

%
V

>

Land

Land
pattern /" pattern
IEC
IEC
Figure 24 a — Shift of solder resist Figure 24 b — Overlap and smear of solder resist

Figure 24 — Overlap, smear and shift of solder resist
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Table 22 — Overlap, smear and shift of solder resist over a fool print

Overlap, smear and shift
Item
mm
Width (v) <0,05
Longitudinal (x) <0,05

f) The overlap, smear and shift of solder resist on a ball-land or a land for wire-bonding shall
not exist unless the solder resist is designed to cover a land.

6.6 S$ymbotmark
6.6.1 General

The following are the focusing points for symbol marks in general.

a) A printed legend shall not have smear or blur affecting readability of the mark as
illugtrated in Figure 25.

=990 BL7¥
mg“ 0€; 9

tal |

IEC

Figure 25 ~Examples of smear or blur

b) A Iggend shall be printed more;than 0,2 mm away from a via land, a through hole land, or
a Ignd pattern.

c) A lggend with a height (%) -of less than 1,5 mm may not be legible to identify the mdrk as a
letter or a mark (exeept for Chinese characters). An example of the height of a|legend
martk is shown below:

Remark 1: Thedine width of thicker than 0,15 mm for a legend is recommended.

Remark 2: Aylegend should be applied directly on the conductor pattern, or completely
awgy from-the conductor.

N
~

IEC

6.6.2 Conductor surface

There shall be no swell, wrinkle, crack, separation of conductor from the substrate, nor a
metal fracture at an edge of a conductor. There shall be no colour change that may cause a
defect in assembly, fouling nor foreign material on the conductor surface. The exposure of the
bare conductor, treated with plating, a surface treatment or that is coated, is not allowed.

6.6.3 Between conductors

There shall be no foreign material that bridges two conductors and may cause an insulation
problem.
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6.6.4 Defects within insulating layers

Defects within the insulating layers are listed below.

a) Measling and crazing

There shall be no measling nor crazing that overlaps conductors, holes for component
insertion or between vias. Examples of measling and crazing are illustrated in Figure 26

and Figure 27.

IEC

.\Q)
Figure %g Example of measling
N

N~

IEC

Figure 27 — Examples of crazing

b) Delamination, swell and void
There shall not be delamination nor swell and stacked voids that may result in a reliability
problem of a product in a multilayer board.

c) Inclusion of foreign materials
There shall be no foreign material or no imperfection such as delamination that may result
in a problem in the assembly process.
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6.6.5 Routing and drilling

Cracks caused by press machining of routing and hole drilling, and haloing shall be AABUS.

6.6.6 Conductor pattern
Defects on the conductor pattern are listed below.
a) Conductor nick

The width of a conductor nick (w) as illustrated in Figure 28 shall be less than 30 % of the
final conductor width, and the length (/) less than the width of the conductor pattern.

Conductor nick Conductor Conductor nick

\ \

\ \
el enile

Figure 28 — Conductor nicks
b) Regidue of conductor in conductor gaps

The width (w) of a residue of conductor betwéen conductors, as illustrated in Figure 29
(protrugion or residue in etching), shall be less+than 30 % of the final separation of confguctors,

or, lesq than 0,30 mm. The length of a residue (/) shall be less than the final separation of the
conducfor.

Conductor protrusion ~ Conductor.protrusion Conductor

/ ‘ =

A [
¥ - O_
! - I = 1\j§ I ]

Figure 29 — Conductor residue

6.7 Land

The allowance of the area, remaining width (w4 wy), and protrusion (y) of a defect caused by a
missing part of a land, as illustrated in Figure 30, shall comply with the specification given in
Table 23.
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Hole Land Conductor

Wy Wy O
w2
IEC IEC j IEC
Fligure 30 a — Width of Figure 30 b — Widths of a remaining Figure 30 ¢ — Lanc@%trmsnon
a remaining land land and edge to the conductor Q
Figure 30 — Land Q)fl/
Table 23 — Allowance of the area of a defech/
remaining width and protrusion of a Iand'o
I Area of a ct, remaining width and
tem h
and protrusion
fa\
O
Ratio of the missing area to the area of a land <20 % Q
O
wy |No defe@\véll reach to the wall of a hole
Remainihg width resulting from a defect of a land
W, Mo&e&n 70 % of the final conductor width
. ecified in 6.6.6 b) — Width of residue in the
Protrusign Y s2{3{1ductor gap w.
N
6.8 Land of a land pattern o
The width (w) and the length (/. ) of a defect in a land, as illustrated in Figure 3|, shall
comply| with the specification @) n in Table 24. The maximum number of defects in[a land
shall b¢ no more than one.
|<%>‘ Nick
L
Protfusion
< _Y
Y < ~
~ B
y Conductor
Y
NN y
—> > f—
IEC
IEC
Figure 31 a — Nick and protrusion Figure 31 b — Pin-hole

Figure 31 — Defects in a land of a land pattern
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Table 24 — Defect of a land of a land pattern

Width of completed land of a land pattern w
Item mm
<0,8 >0,8
Width w Less than 20 % of w <0,15
Crack and protrusion
Length 7, Less than 50 % of L
Pinhole ( longer dimension /,) Less than 20 % of w <0,15

The protrusion shall satisfy the minimum separation between a neighbouring conductor specified in 5.4.2.

6.9 Defects in a land for BGA/CSP mounting

The defects in a land for BGA/CSP mounting as illustrated in Figure 32 shall-coamply with what
is given in Table 25, and shall not exceed 1 for one land.

Nick

Protrusion I Pirinole

o~ = = P =

- \ &

7
w w
1
IEC IEC
Figure 32 a — Chipping and protrusion Figure 32 b - Pin-hole

Figure 32 ~ Defects in BGA/CSP mounting lands

Table 25 — Defects in BGA/CSP mounting lands

Item Defects in BGA/CSP mounting lands
Chippinjg and protrusion Effective land area shall be over 80 % of the designed area.
Pin holgs (longtdiameter /,) There shall be no pin hole showing the insulation layer.

The lenpthof, protrusion shall satisfy the minimum separation between conductors (see 5.4.2).

6.10 Printed contact

The allowance of the defects in the areas @ and @ of a printed contact (see Figure 34) that is

to be electrically connected as illustrated in Figure 33 shall comply with the specification
given Table 26.
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Figure 33 — Areas to be checked for defects of a printed-contact
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Figure 34 a — Crack and protrusion Figure 34 b — Pin hole

Figure 34 — Defects in a printed contact
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Table 26 — Defects in a printed contact

Area
Item
Area(D Area(2)

Exposure of
underlying plating
(Ni, Co, etc.) No defect is allowed that may affect the reliability of a product
Swell and separation
of plated film
Hit trace No trace larger than 0,2 dia. is allowed No trace larger than 0,5 dia. is allowed

No scratch larger than a width of 0,1 is No scratch larger than a width of 0,5 is
Scratch

arrowed arroweda
Lump pfotrusion No protrusion larger than a width of 0,1 dia. is allowed

L,<01Lw<01W 1,<0,2L w<0,2W
Crack and protrusion 1, shall be smaller than 1,0, and w shall be |/, shall be smaller than 2,0, and w ghall be
illustratgd in smaller than 0,2 smaller than 0,3
Figure 34, [, w

The protrusion shall satisfy the minimum separation betweenfa-néighbouring conductor
specified in 5.4.2.

One defect per
0,05dia"< I, terminal and le$s than
< 0310 dia. 10 % of the totgl
Pin holg (longer terminal
dimension /) There shall be no pin hole One defect per
illustratgd in Figure 34 0,10 dia. < Iy terminal and le$s than
<0,20 dia. 2 % of the total
terminal
I, > 0,20 dia. | No pin hole allqwed

Colour ¢hange No colour change that affect the*performance of a product is allowed

The deflects for printed contacts not electrically ednnected are considered as defects in the area in Figure 33 for
the entife contacts. The specification given in Table 26 for such an area is applicable to these contacts.

Dimens|ons are in millimetres.

7 Pefrformance and test methods

71 Resistance of. conductors

Specification and,test methods of conductor resistance are given in Table 27.

The re|ations between resistance and width, thickness and temperature of conductor are
illustraied.in Figure 35.

Table 27 — Specification and test methods of resistance of conductors

Item Specification Test method
Resistance of |Conductor Resistance value is AABUS. The relations As per 10.12 of
conductors between resistance and width, thickness and |IEC 61189-3:2007
temperature of a conductor are shown in
Plated through-hole Figure 35 as a reference. As per 10.13 of
IEC 61189-3:2007
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NOTE The conductor width is kept constant, and thewtelative resistivity of copperis p = 1,8 x 107% Qcm

Figure 35 — Relations 'between resistance and width,
thickness and temperature of a conductor

7.2 CQurrent proof of conductor and plated through hole

Specifigation and test methods of resistance of current proof are given in Table 28.

The relationship between current, conductor width and thickness and temperature r

illustrafed in Figure:36.

Table 28 — Specification and test methods of current proof

IEC

se are

Item

Specification

Test method

Current proof

Conductor

AABUS.

Plated through-
hole

The relations between current and
width, thickness and temperature of
a conductor are shown in Figure 36
as a reference.

IEC 62878-1-1
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Figure 36 c — Conductor thickness is 70 pm Figure 36 d — Conductor thickness is 105/um

Figure 36 — Relationship between current,
conductor width and thickness and temperature rise

7.3 Observation of component mountings and vias
7.31 Observation with:standard conditions

The holes and vias (d)shall satisfy the following specifications when observed by a naked eye,
using g magnifying“glass or by means of microsectioning.

a) Theg holes\for component insertion shall be satisfactory for lead insertion and fdllowing
soldlering;

Theg sizé of a lack of plating on the wall of a hole as illustrated in Figure 37 shall pe less
than 25 % of the circumference of a hole (/4) and less than 25 % of the thickness direction
of the board (/,). The number of holes with defects shall be less than 5 % of the total
number of holes.
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1, £0,25
1, 0,25

b) Via

Plating adhesion failure
of component hole

e 7/ 727,
N

Component hole

co
filli
inT
Reg
Fig
mic

IEC

Figure 37 — Defect on a plating of a component hole

g of metal paste) shall be allowed and shall comply with-the specifications 11
able 29.

ire 38 shall comply with the following equation.” The allowance in the ho
rosection of a smear shall be as specified in Table 29.

b > 1/3t,and 1+ 15>t
b:  Effective thickness of an inner layerexcluding resin smear (um).

Thickness of the inner layer relevant to resin smear (um).

Conductor layer Through-hole

Inner layer pattern \ \ Base material
N =] 4
R -

) B
N

Resin smear

5 for electrical connection between conductor layers. Vias are for electrical
nections. Neither defect in via formation nor defect in electric conduction (plgting or

and 12

in smear: The allowance in the vertical microsection” of resin smear as illustjated in

rizontal

IEC

Figure 38 a — Vertical microsection
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Land

Through-hole

Resin smear

Hole

IEC
Figure 38 b — Horizontal microsection

Figure 38 — Resin smear

Table 29 — Allowance in horizontal sectioning

HDI PWB Less than 10 % of hole circumference

Standard PWB Less than 25 % of hole circumference

7.3.2 Observation after thermal shock test

The spgecimens for the thermal shock test describéd in Annex A shall be obserped by
microséctioning as specified in 12.9 of IEC 61189-3;2007 (Microsectioning), and shall comply
with the¢ following specification.

a) Corner crack, parallel crack and foil crack

Thg allowance in the vertical micros€ction of resin smear as illustrated in Figure 39,
Figlire 40 and Figure 41 shall comply with the following formula.

Iy, > 1/3t,and 1+ I5 > t
14, p:  Effective thicknessof-copper foil for each side excluding resin smear (um).
t: Total thicknessyof-copper foil when there is no defect that can be consid¢red as

such (um).
/ I £1 ;
% Through-hole%
\
Conductor layer ﬂ X N~
/ v
s )

e ' %
s ’ ’

N

Inner layer pattern
Base material

Corner crack
IEC

Figure 39 — Corner crack
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t \ t
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” L F

rerta h k
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\/ Base material
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IEC

Figure 40 — Barrel crack

Through-hole
Conductor layer \

;; : Q«/ /: %
Inner layer pattern \
\/ Base material

Foil crack

IEC

Figure 41 — Foil crack

8 Marking, packaging and storage

8.1 Markingon a product
Marking on(a,product shall be AABUS. The marking should include the following items.

N maetofthe nraoduct andlorlot niimhar
a) Name ofthe produstandlorlotrumber

b) Producer or its code
c) Date of production

8.2 Marking on the package
Marking on a product shall be AABUS. The marking should include the following items.

a) Name of the product and/or lot number
b) Number of products in a package

c) Date of production

d) Producer or its code
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8.3 Packaging and storage
8.3.1 Packaging

Packaging of a product should protect product damages such as scratches, and also should
protect from moisture.

8.3.2 Storage

Storage of PWB shall be stored in a place where they can be protected from damage due to
moisture.
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Annex A
(informative)

Classification and class of the PCB for high-brightness LEDs

The study of thermal conductive parameters and heat transfer coefficient parameters indicate
that the classification of PCB for high-brightness LEDs has become possible using these
parameters.

Using thermal conductive parameter, resin-based PCB for high-brightness LEDs can be
classified into two categories as follows:

a) res
mo

b) res
less

In addi
as follog

c) heqd
tha

d) hesg
LEL

Figure
the PC
transfe

n-based PCB for high-brightness LEDs having the thermal conductive parame
e than 1 W/mK;

n-based PCB for high-brightness LEDs having the thermal conductiveé. parame
than 1 W/mK.

ion, using the heat transfer coefficient parameter (W/m2K), thé*further classifi
ws have become possible:

t transfer coefficient parameter of resin-based PCB fér high-brightness LED
n 10 W/m2K;

t transfer coefficient parameter of metal or ceramic-based PCB for high-brig
Ds, more than 10 W/m2K.

A.1 and Table A.1 indicate the detailed information on the classification and g
B for high-brightness LEDs based upon_the& thermal conductive parameter arn
- coefficient parameter.

er with

er with

cations

s, less

htness

lass of
d heat
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Figure A.1 — Relation"between thermal conductive parameter
and heat'transfer coefficient parameter
Table A.1 — Relation between thermal conductive parameter and
heat transfer coefficient parameter
(Mapping by zone)
Heat transfer coefficient parameter
Items (W/(m?K))
<10 10<
Thermal conductive parameter 1 A —
(W/(mK)) 1< B C

Table A.2 lists related test method standards.
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Table A.2 — Related test methods

Test Name of test and equipment IEC ISO
Test methods for electrical materials, IEC 61189-2
interconnection structures and
assemblies — Part 2: Test methods for
materials for interconnection
structures
Test methods for electrical materials, IEC 61189-3
printed boards and other
interconnection strucures and
assemblies — Part 3:Test methods for
interconnection structures (printed
Iﬁualdo)
Environmental tests Environmental testing — Part 1: IEC 60068-1
General and guidance
Test methods for electrical materials, IEC 61189-1
printed boards and other
interconnection structures and
assemblies — Part 1: General test
methods and methodology
Testing condition and environment for ISO 291
plastics
Visual fest and micro- IEC 61198-3
section|ng
Dimengjions IEC 61189-3
Venire gauge ISO 69p6
ISO 35p9
Micrometer ISO 36[1
Height gauge — —
Precision plate ISO 85/[12-1
ISO 85(12-2
Gap gauge — _
Electridal tests IEC 61189-3
Condudtor resistance IEC 61189-3 3E12
Withstand current IEC 61189-3 3E15
Withstand voltage IEC 61189-3 3E09, 3E10
AC volthge IEC 61189-3 3E09, 3E10
DC volfage IEC 61189-3 3E09, 3E10
Insulatipn resistance IEC 61189-3 3EO03, surface layer
3EO05, between layers
Circuit isolation and IEC 61189-3 3EO01, isolation
conductivit
4 3EO02, continuity
Mechanical tests IEC 61189-3
Peel strength IEC 61189-3 3MO01, standard
atmosphere
Peeling strength of land IEC 61189-3 3MO07
without plated land hole
Pulling strength of plated- IEC 61189-3 3M03
through hole for component
mounting
Pulling strength of land IEC 61189-3 3M07
pattern land
Adhesivity of plating IEC 61189-3 3MO01
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Test Name of test and equipment IEC ISO
Pressure sensitive tape 3MO01 —
Adhesive tape and sheet — ISO 29862
ISO 29863
ISO 29864
Adhesivity of solder resist IEC 61189-3 3MO01
and legend
IEC 61189-3 IEC 61189-3 1SO 2409
Cross cut test
IEC 61189-3 —
Pressure sensitive tape
— ISO 29862
Adhesive tape and sheet
SO 29B63
1ISO\29864
Carbon|steel cutter knife 1SO 4957
Coated|film hardness IEC 61189-3 3MO01
(solder|resist and legend) -
Paint test, general (scratch hardness) ISO 15[184
Pencil, colour pencil and lead used ISO 9180
Polishing paper ISO 33p6
ISO 21948
Environmental tests IEC 61189-3
High temperature Environmental testing — IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-2: Test B: Dry heat
Low temperature IEC 60068-2-1: Test A: Cold IEC 60068-2-1
Thermdl shock (high and IEC 61189-3 3NO1 to 3N05
low tenperatures)
IEC 60068-2-14: Test N: Change of IEC 60068-2-14
temperature
IEC 60068-2-30:"TFest Db: Damp heat, IEC 60068-2-30
cyclic (12 h 42 h cycle)
IEC 60068-2-38: Test Z/AD: IEC 60068-2-38
Compesite temperature/ humidity
cyclic.test
Resistance to humidity |IEC 61189-3 3N06
IEC 60068-2-78: Test Cab: Damp IEC 60068-2-78
heat, steady state
Migratign IEC/TR 62866 Ed.1 3E20 —
IEC 60068-2-66: Test Cx: Damp heat, IEC 60068-2-66
steady state (unsaturated pressurized
vapour)
Flux for soldering ISO 94b5
Vibration IEC 60068-2-53: Tests and guidance — | IEC 60068-2-53

Combined climatic
(temperature/humidity) and dynamic
(vibration/shock) tests

IEC 60068-2-6: Test Fc: Vibration
(sinusoidal)

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-64: Test Fh: Vibration,
broadband random and guidance

IEC 60068-2-64

IEC 60068-2-80: Test Fi: Vibration —
Mixed mode

IEC 60068-2-80

Surface mounting technology — IEC 62137-1-3
Environmental and endurance test
methods for surface mount solder joint
IEC 62137-1-3 Cyclic drop test
Drop shock IEC 62137-1-4: Cyclic bending test IEC 62137-1-4 —



https://iecnorm.com/api/?name=ce3d79d9233c5e0d4e0c6602c0f7d77c

IEC 62326-20:2016 © IEC 2016 —45 -

Test

Name of test and equipment

IEC

ISO

Bending

IEC 60068-2-21: Test U: Robustness
of terminations and integral mounting
devices

IEC 60068-2-21

Screwing

Chemical tests

IEC 61189-3

Flammability

IEC 61189-3

3CO03 (to be revised)

Resistance to chemicals

IEC 61189-3

3C04

Solderability

IEC 60068-2-58: Test Td: Test
methods for solderability, resistance
to dissolution of metallization and to

IEC 60068-2-58

soldering heat of surface mounting
devices

Attachment materials for electronic
assembly — Part 1-1: Requirement for
soldering fluxes for high-quality
interconnections in electronic
assemblies

IEC 61190-1-2: Requirements for
soldering pastes

IEC 61190-1-3: Requirements for
electronic grade solder alloys and
fluxed and non-fluxed solid solder

IEC 61189-11: Measurement of
melting temperature and melting
temperature ranges of solder alloys

IEC 61190-1-1

IEC 61190-12

IEC £1190-1-3

IEC 61189-11

1SO 9453
ISO 9454-1
ISO 9445-1

Rosin

Propanol

ISO 63p3-3

Ethanol

ISO 63p3-2

Resistance to soldering
heat

IEC 60068-2-20: Test T: Test methods
for solderability and resistance to
soldering heat\of devices with leads

IEC 60068-2-58: Test Td: Test
methoeds for solderability, resistance
to dissolution of metallization and to
soldering heat of surface mounting
devices (SMD)

IEC 60068-2-20

IEC 60068-2-58

IEC 60068-2-20: Test T: Test methods
for solderability and resistance to
soldering heat of devices with leads

IEC 60068-2-20

Thermdl resistance\of
solder flesist andylegend

IEC 61189-3

IEC 61189-3



https://iecnorm.com/api/?name=ce3d79d9233c5e0d4e0c6602c0f7d77c

— 46 — IEC 62326-20:2016 © IEC 2016
Bibliography
IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 60068-2-1, Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold
IEC 60068-2-2, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

IEC 60068-2-6, Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-20__Fnvironmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for
soldergbility and resistance to soldering heat of devices with leads

IEC 60068-2-21, Environmental testing — Part 2-21: Test U: Robustness of terminatigns and
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IEC 61189-11, Test methods for electrical materials, printed boards and other
interconnection structures and assemblies — Part 11: Measurement of melting temperature or
melting temperature ranges of solder alloys

IEC 61189-3-913, Test methods for electrical materials, printed boards and other
interconnection structures and assemblies — Part 3-913: Test method for thermal conductivity
of printed circuit boards for high-brightness LEDs

IEC 61190-1-1, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-1: Requirements for
soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly
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IEC 61190-1-2, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-2: Requirements for
soldering pastes for high-quality interconnects in electronics assembly

IEC 61190-1-3, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements for
electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering

applica

IEC 61249-2-8,

tions

Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2-8:

Reinforced base materials clad and unclad — Modified brominated epoxide woven fibreglass
reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad

ISO 24

ISO 33

ISO 35

ISO 36
Microm

ISO 49

ISO 63

B26-4, Printed boards — Part 4: Rigid multilayer printed boards with in
tions — Sectional specification

62866:2014, Electrochemical migration in printed wiring boards and assemn
isms and testing

1, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing
D9, Paints and varnishes — Cross-cut test

56, Coated abrasives — Abrasive'rolls

DO, Vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm (withdrawn)

11, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equ
eters for external-measurements — Design and metrological characteristics

b7, Tool steels

b3-2, ‘Reagents for chemical analysis — Part 2: Specifications — First series

methods

ethods

erlayer

blies —

pment:

ISO 63

b3<3; Reagents for chemical analysis — Part 3: Specifications — Second series

ISO 6906, Vernier callipers reading to 0,02 mm (withdrawn)

ISO 8512-1, Surface plates — Part 1: Cast iron

ISO 8512-2, Surface plates — Part 2: Granite

ISO 9180, Black leads for wood-cased pencils — Classification and diameters

ISO 9445-1,

Part 1:

Narrow strip and cut lengths

ISO 9453, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

Continuously cold-rolled stainless steel — Tolerances on dimensions and form —
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ISO 9454-1, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1: Classification,
labelling and packaging

ISO 9455 (all parts), Soft soldering fluxes — Test methods

ISO 13385-1, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment
— Part 1: Callipers; Design and metrological characteristics

ISO 15184, Paints and varnishes — Determination of film hardness by pencil test

ISO 21948, Coated abrasives — Plain sheets

ISO 29862, Self adhesive tapes — Determination of peel adhesion properties
ISO 29863, Self adhesive tapes — Measurement of static shear adhesion

ISO 29864, Self adhesive tapes — Measurement of breaking strengths and elonggtion at
break
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AVANT-PROPQOS

C 2016

La Qommission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de. norn
composée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lE€).)L’IE
objet|de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation.dans les d
de I'dlectricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie des Normes intern
des $pécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au/public (PA
Guidgs (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée asdes)comités d'éty
travapx desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orga
interjationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent égaler
travapx. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), s
condftions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'l[EC concernant les questions techniques représentent, dans |4
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intérgssés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recémmandations internationales et sont
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les éfforts raisonnables sont entrepris afin

alisation
C a pour
omaines
Ationales,
B) et des
des, aux
hisations
nent aux
tlon des

mesure
de I'lEC

agréées
ue I'lEC

s'asspre de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans| le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dang
mesUure possible, a appliquer de fagon transparente‘’les Publications de I'lEC dans leurs publications n
et régionales. Toutes divergences entre toutes Rublications de I'lEC et toutes publications natio
régiohales correspondantes doivent étre indiquées*en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEQ elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indé
fournjssent des services d'évaluation delconformité et, dans certains secteurs, accédent aux ma
confdrmité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de ce
indégendants.

Tous|les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicat

7) Aucurje responsabilité ne doit'étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou man|

8)

y compris ses experts pagticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux
pour Jtout préjudice causé.en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de|
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justic
dépepses découlant\de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de tol
Publipation de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attgntion est\attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pul
référ¢ncées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attgntion €st attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'l|EC peuV

toute la
htionales
hales ou

bendants
ques de
tification

on.

dataires,
de I'lEC,
quelque
) et les
te autre

lications

ent faire
bls droits

I'objgt de“droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de t

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale |IEC 62326-20 a été établie par le comité d'études 91 de I'IEC:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette premiére édition annule et remplace I''EC/PAS 62326-20 parue en 2011 et constitue
une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) la présente édition se concentre sur le contenu technique des cartes de circuits imprimés

destinées aux diodes électroluminescentes (LED) a haute luminosité;

b) les figures relatives aux cartes de circuits imprimés destinées aux LED a haute luminosité

ont été affinées.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/1311/FDIS 91/1330/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62326, publiées sous le titre Cartes imprimées,
peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le conlité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la gate de
stabilit¢ indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les dpnnées
relativgs a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e reconduite,

e supprimée,

remplacée par une édition révisée, ou

am

ndée.

IMPOR
public
une b

imprim

tion indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
nne compréhension de son contenu.'Les utilisateurs devraient, par conséquent,
er cette publication en utilisant une imprimante couleur.

TANT — Le logo "colour inside” qui se trouve sur la page de couverture delcette
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maine d'application

sente partie de I'NEC 62326 spécifie les propriétés des cartes de circuits im

C 2016

primés

(ci-apré
Les PC
nombrg
norme.

2 Réfférences normatives

Les do
partie,
référen
derniér|

IEC 60
définiti

IEC 61
autres
d'interdg

IEC 61
Partie

renforc|
de com

IEC 61
Partie
verre H
plaqué

IEC 62

s dénommées PCB, Printed Circuit Board) destinées aux LED a haute lum
B destinées aux LED a haute luminosité partagent avec les PCB ordinai
ux aspects. Certains aspects d'ordre général sont donc décrits dans)la p

cuments suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralitd
dans le présent document et sont indispensables poGr son application. P
ces datées, seule [I'édition citée s’applique. Pour-les références non dat
e édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amende

194, Conception, fabrication et assemblage*“~des cartes imprimées — Ter
DNS

189-3:2007, Meéthodes d'essai pour leés-matériaux électriques, les cartes imprin
structures d'interconnexion et ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des str
onnexion

P49-2-6, Matériaux pour <circuits imprimés et autres structures d'interconneé
2-6: Matériaux de base-renforcés, plaqués et non plaqués — Feuilles stn
ces en verre de type E_époxyde bromé tissé/non tissé, d'inflammabilité définie
bustion verticale), plaquées cuivre

P49-2-7, Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconneé
P-7: Matériaux.de base renforcés, plaqués et non plaqués — Feuille stratifiée tis

avec de{la-résine époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion ve
b cuivre

B 781 Substrat avec appareil(s) intégré(s) — Partie 1-1: Spécification géné
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3 Te

an
CTo

rmes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 60194 s'appliquent.

3.2 Abréviations

AABUS Accord entre I'utilisateur et le fournisseur (As Agreed Between User and Supplier)

BGA
CCL
COB

Boitier matriciel a billes (Ball Grid Array)
Stratifié plaqué cuivre (Copper clad laminate)
Puce sur carte (Chip On Board)
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CSP
DHI
LED
PCB
PWB

Bofitier-puce (Chip Size Package)

— 57 —

Décharge a haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
Diode électroluminescente (Light Emitting Diode)
Carte de circuit imprimé (Printed Circuit Board)

Carte a cablage imprimé (Printed Wiring Board)

4 Classification et classe des cartes de circuits imprimés destinées aux LED a
haute luminosité

Les PCB pour LED a haute luminosité spécifiées dans la présente norme doivent satisfaire

aux spegcifications des classes A a C décrites au Tableau 1 et a la Figure 1 comme_jndiqué
ci-aprép. Les matériaux utilisés pour les cartes a cablage imprimé (PWB, Printed| Wiring
Board)| ne sont pas spécifiés, mais ils doivent toutefois faire I'objet d'uncaccord entre
I'utilisafeur et le fournisseur (AABUS, As Agreed Between User and Supplier) en fongtion de
la zong d'application des cartes considérées. La Figure 1 est un exemple_de classification et
d'appli¢ation en fonction des matériaux de base, PCB pour LED a haute duminosité et groduits
finaux.
Tableau 1 — Application et classification
Classification Classification < N
A . Parameétre de | Paramétre de .
princ{pale T secondaire T s Impédance
Lo Définition s Définition conhductivité transfert N
(conduftivité (propriété . . thermique
b thermique thermique
thermjque) d'isolement)
W/(mK) W/(m?K) (Knf2/w)
Aucupe
spécification
Rigidité
I electrique
A Cartes 1 10
normalisées <1000V < <
Rigidité
i électrique
>1 000V
Aucune L'impgdance
spécification thermique peut
— étre calculée a
Rigidite partif de la
Cartes a I électrique mesule de la
B conductivité >1 <10 condyctivité
. <1,000 V X
thermique thermique et du
Rigidité paramétre de
i électrique trar|sfert
thermique
>1 000V inversé.
Aucune
spécification
. Rigidité
Czrteﬁ "’_’t, I électrique
conauctivite
¢ thermique <1000V 21 210
élevée s
Rigidité
" électrique
>1 000V
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Rayonnement thermique A B C
Substrat en résine .
IEC 61249-2-6 et Substrat en résine
IEC 61249 2-7 (CEM-3, FR 4) (avec trou de liaison thermique)
Substrat en résine a
e Substrat de type souple
Classification par yp P conductivité thermique élevée
matériaux de base Substrat a noyau métallique

Substrat a base métallique

Substrat en céramique

| Substrat conventionnel pour les cartes montées sur des pieces électroniqgues de type discret |
L

Classifitation par cartes — -
de circyits électroniques | Substrat pour boitier semi-conducteur |

]

| Substrat pour puce sur carte (COB, Chip on-Boar

Lampe pour éclairage
d'assistance

Substitut de lampe pour
lampe halogéne

Substitut de lampe pour
remplacement de
Clagsification par lampe fluorescente

prdduits finaux

| Substitut'de lampe pour lampe a filament |

| Lampadaire |

Substitut de lampg pour
remplacement de [ampe
fluorescente

Clasge d'isolement I ‘ 11 ‘ 111 I ‘ I ‘ 111 I ‘ 11 ‘ 111

IEC

Figure 1 — Exemple«de classification et de son application

5 Reégles de conception et'tolérance

5.1 Dimensions du panneau et des cartes

511 Dimensions de la carte

NOTE les informations concernant les dimensions de la carte sont données a titre de référence seulemept.

Il convient de'sélectionner les dimensions de la carte du produit (a x b) présenté a la Higure 2
de mari€réra ce que les cartes puissent étre disposées de maniére optimale sur un panneau
qui diSJUbC dCb dilllUllbiUllb bpébiﬂéCb ayu Tabicau 2 CCD dilllcllbiullb bUIIt dUIIIIéCb é titre
d'information seulement. Sinon, un panneau approprié avec les dimensions indiquées au
Tableau 2 doit étre sélectionné afin de satisfaire aux exigences de disposition optimale des
cartes.
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Panneau Carte imprimée

\ N

S N .

//////// //////// _________

c3 b ' b C4
IEC
Légend¢
Dimensign de la carte du produit: a x b
Espace gntre les extrémités de la carte et du panneau: ¢y, ¢,, ¢3, ¢4
Espace gntre les cartes: e, ¢,
Figure 2 — Disposition des cartes'sur un panneau
Tableau 2 — Dimensiohs’des panneaux
D{mensions du Division
Janneau CCL 4 6 8 9
1000 x 1 000 500 x 500 333 x 500 250 x 500 333 x 333
333 x 600
1000 x 1200 500 x(600 300 x 500 333 x 400
400 x 500
Dimens|ons en millimétres.

5.1.2 Tolérance des dimensions

La toléfance dés)dimensions pour une carte ou un panneau est donnée au Tableau 3.

Tableau 3 — Tolérance des dimensions

Longueur
Tolérance
mm
100 +0,2 mm
100 Pour une longueur supérieure a 100 mm, ajouter 0,1 mm tous
les 50 mm.

5.1.3 Perforations et fentes

La Figure 3 présente les perforations et les fentes. Les tolérances de distance entre le point
de référence et le centre de la coupe des perforations et des fentes sont données au

Tableau 4.
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y DOOJEOOI_iOOf_iOQ(_)QOr_)SooC Contour de la
o bt | .~ carte imprimée
I ° /Perforatlon
S o o<1
— poos—— co—D 00— 00— 00—>000( Fente
o] o]
oy
¥ 1 N
Point d —/ s
oint de .
ex > Ji
référence

- ro
- >

IEC
Figure 3 — Distance entre le point de référence
et les perforations et les fentes

Tableau 4 — Tolérance de distance entre le point
de référence et les perforations et lés fentes

Distance entre le point de référence
et les perforations et les fentes Tolérance
mm
<100 +0,2 mm
100 Pour une longueur supérieure a 100 mm,
e ajouter 0,1 mm tous les 50 mm.

514 Coupe en 'V

La coupe en V est présentée a la Figure 4 et a la Figure 5. La tolérance de distance ¢ntre le
point de référence et le centre de la coupe enV (g, a g4) est donnée au Tableal 5. La
tolérange d'écart de position de la coupe en V pour les plans avant et arriére est de (0,2 mm.
La tolérance d'épaisseurtotale de la carte est la somme de la tolérance d'épaisseur de la
carte £p,1 mm.

Contour de la
/—carte imprimée

| CoupeenV

A

N
¢ =y

e
Point de O

référence

g

IEC

Figure 4 — Distance entre le point de référence et la coupe en V
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ST Centre de la coupe en V

< > (plan avant)
| I

5.2 B

La tolé
la Figu

Z
|

Centre de la coupe en V
(plan arriere)
IEC

Figure 5 — Tolérance d'écart de position des coupes
en V pour les plans avant et arriére

Tableau 5 — Tolérance de distance entréde point
de référence et le centre de la coupe'en V

Distance entre le point de référence et
le centre de la coupe en V Tolérance
mm
<100 +0,2 mm
~100 Pour une longueur supérieure a 100 mm,
ajouter 0,1 mm tous les 50 mm

Epaisseur totale de la carte

rance d'épaisseur totaleé de la carte (¢) et ses marques de symboles sont prése
e 6 et données au Tableau 6.

Epargne de brasure

/[ _

égende

Meétallisation

Feuille de
cuivre

htées a

Figure 6 — Carte de circuit imprimé avec marque de symbole,
épargne de brasure, feuille de cuivre et métallisation
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5.3.1

Les points suivants s'appliquent aux trous d'insertion et trous deiaison des composanfs.

a) Tol

La
tolé
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Tableau 6 — Epaisseur totale et tolérance

Epaisseur totale Tolérance
(valeur centrale de la carte finale)
t

+0,10

0,3<t<0,5
-0,05
0,5<t<0,8 +0,10
0,8<tr<1,10 +0,15
1,10 <1< 1,40 +0,17
+A40=7<2;60 +0719
t>2,00 +10 %

Dimensions en millimetres.

‘rous

Trous d'insertion et trous de liaison

Brance relative aux trous d'insertion de composants

olérance relative aux trous d'insertion de composants est donnée au Tableau 7. La
rance donnée dans ce tableau n'est pas applicable aux trous de liaison (travgrsants,

enterrés et borgnes). La tolérance relative auxstrous traversants d'un diamétre inférieur a

0,6
d'un

b) Pos

Il g
croi

mm destinés a l'insertion d'un composantyet aux trous destinés a l'insertion a la|presse
composant doit étre AABUS.

Tableau 7 — Tolérance relativesaux trous d'insertion de composants

Elément Tolérance
0,6<¢r<2,0 +0,10
Trou traversant métallisé
t22,0 0,15
Trou traversant non métallisé +0,10

Dimensions’en-millimétres.

ition d'umtrou d'insertion de composants

onvient que le centre d'un trou d'insertion de composants se situe au pgpint de

grillk
d'insertion de composants (‘7

sement avec la grille de conception du motif d'impression, y compris les lighes de
e omplémentaires utilisée e Tableau 8 donne la tolérance de position d'lin trou

), ainsi que I'écart de la position de conception par rapport

au point de référence comme présenté a la Figure 7.
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Trou fini

Point de référence Position de conception du trou Point de quasi-référence
— X )

0.0 < - y
. e —

\ Ligne de référence
Contour de la carte imprimée JEC

Figure 7 — Positions d'un trou d'insertion de composants

Tableau 8 — Tolérance de position d'un trou d'insertion de composants

Dimendion plus longue d'une carte rectangulaire
Tolérance
mm
<400 0,170 mm
2400 Pour une’longueur de carte supérieure a 400 mm,
ajouter 0,05 mm tous les 100 mm supplémentaires.

c) Disfance entre I'extrémité de la cartee¥la paroi d'un trou

La distance entre I'extrémité de la(Carte et la paroi d'un trou (d) est présentée a la R
La |distance (d) entre les parqis d'un trou traversant avant métallisation et d'iin trou
d'ingertion de composants doit’étre supérieure a 1,0 mm. En cas de trou d'insertipn a la

presse, la distance doit étre_conforme au Tableau 9.

igure 8.
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[

7 % A 4
E/ﬁ/ 7

N
o

AN

Figure 8 — Distance entre la paroi d'un trou et I'extrémité de la carte

Tableau 9 — Distance entre la paroi d'un.trou et I'extrémité de la carte

t

—| [—

IEC

Elément

Distance (j) entre un trou de composant avant
métallisation et la paroi du trou de liaison (d)

Carte P

WB HDI (HighDensity Interconnect) <1,0

mm, mais également supérieure a I'épaisseur de la cPrte (1)

Carte P

WB normalisée

<15

mm, mais également supérieure a I'épaisseur de la chte (1)

d) Esp
L'es
pré
lors

ace libre minimal entre la-paroi d'un trou et le conducteur intérieur

Tableau 10 — Espace libre minimal entre la paroi
d'un trou et le conducteur de la couche intérieure

pace libre minimal entre la paroi d'un trou et le conducteur intérieur (k) comme
benté a la Figure 9 doit étre de 0,325 mm. Si cette distance de 0,325 mm est darantie
de la conception du motif d'impression, la séparation minimale est alors assurég.

Espace libre minimal entre la paroi d'un trop et le
conducteur de la couche intérieure (k

Elément mm
Valeur normalisée Valeur minimale

Trou de composant 0,5

Carte PWB HDI 0,25
Trou de liaison 0,30
Trou de composant 0,5

Carte PWB normalisée 0,30
Trou de liaison 0,35
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5.3.2

La tolé

Matériau de base

—\ l_\ FeulIIe de cuivre
i % / %
v

_l

Métallisation du trou traversant

y
\

N

IEC

Figure 9 — Paroi d'un trou et espacement de conception
minimal par rapport au conducteur intérieur

Trou de référence

+0,10
rance relative au trou de référence doit étre £0,05 mm ou _g ggymm. Un trou tra

sans paroi métallisée doit étre utilisé comme trou de référence.

5.3.3
Les exi

a) Tol

Trou d'assemblage (trou traversant sans parois métallisées)
gences suivantes s'appliquent.

Brance relative au trou d'assemblage

La folérance relative au trou d'assemblage doitétre +£0,10 mm.

b) Tol

La
de

c) Dis

La
2,0

d) Dis

La
sup|

54 (
5.4.1

La tolé

erance de position d'un trou d'assemblage

tolérance de position d'un trou d'assemblage doit étre conforme au Ta
5.3.1 b.

ance entre un trou d'assemblage et I'extrémité de la carte

distance entre un trou d'assemblage et I'extrémité de la carte doit étre supér
mm. Dans le cas ou la distance est inférieure a 2,0 mm, la distance doit étre AA

ance entre un trou d'assemblage et le conducteur intérieur

distance entre la“paroi d'un trou d'assemblage et le conducteur intérieur d
Erieure a 1,0 mm.

Conductedr

Largeur de I'impression conductrice et tolérance

versant

bleau 8

eure a

BUS.

it étre

Dit étre

rance de largeur du conducteur formé (w) comme présentée a la Figure 10 d

conforn

spécifiquement congue pour le contrdle d'impédance doit étre AABUS.

n€ a celles donnees au lableau 11. La tolerance de limpression conductrice finie
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Tableau 11 — Tolérance de largeur du conducteur

Epaisseur du

Largeur du conducteur a

5.4.2

La dist
toléran
toléran
d'impéc

conducteur (¢) Tolérance titre de référence
50<r<75 +25 15 a 20
75 <t <100 +30 20 a 40
100 <7< 300 +50 30 a50
t 2300 +100 40a70
+150 70
+300 140

Dimensions en micrometres.

L'épaisseur du conducteur correspond a la somme de I'épaisseur de la feuille de
cuivre et de celle du cuivre métallisé.

w
<~

=

N

NN

w

Conducteur

/

2\ 4

w‘* Matériau de base

Figure 10 — Largeur dia conducteur fini

Distance entre les conducteurs et tolérance

IEC

bnce entre les conducteurs et I'extrémité de la carte est présentée a la Figure
ce de distance entre les conducteurs (k) doit étre conforme au Tableau

ce de
ance doit étre AABUS.

I'impression conductrice finie spécifiguement

congue pour

Tableau 12 —Tolérance de distance entre les conducteurs

le d

Epaisseur du

Largeur du conducteur a

conducteur (h) Tolérance titre de référence
50<h <75 +25 15 a 20
75 <h <100 +30 20 a 40
100 < h < 300 +50 30 a50
L 300 +100 40 3 70

Dimensions en micrometres.

L'épaisseur du conducteur correspond a la somme de I'épaisseur de la feuille de
cuivre et de celle du cuivre métallisé.

11. La
12. La
ontrble
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m m Conducteur

~— Matériau de base

n n
IEC
Légende
m est la distance entre conducteurs
n est le pas de conducteur
Figure 11 — Distance entre le conducteur et I'extrémité de la carte
5.4.3 Epaisseur de la couche isolante
L'épaispeur de la couche isolante (t) est présentée a la Figure 12.
Conducteurﬂ
g

Matgriau de base — =

NOTE Kn cas de rugosité de la surface de la feuille de cuivre, I'épaisseur du matériau de base corresf
distance|minimale applicable au substrat.

Figure 12 ~-Epaisseur de la couche isolante

5.5 Contact imprimé

IEC

ond a la

5.5.1 Tolérance de distance entre les centres de deux contacts imprimés adjacpnts

Commg présentée_ avla Figure 13, la tolérance de distance entre les centres de deux cpntacts
imprime¢s adjacedts® (p, p,) doit étre +0,10 mm. Pour une distance entre les centres des

bornes|supérieures a 100 mm, ajouter 0,01 mm tous les 20 mm supplémentaires.
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Centres des bornes des
contacts imprimés P

<

Py

S

T

5.5.2

La told
Figure

[

Carte imprimée
IEC

Figure 13 — Distance entre les centres des bornes des contacts imprimés

Tolérance de largeur des bornes des contacts imprimés

rance de largeur des bornes des contacts imprimés (w)“comme présenté
14 est spécifiée au Tableau 13.

Contact imprimé

A
Y
A
Y

SIS

Figure 14 — Largeurs des bornes des contacts imprimés

Tableau 13 — Tolérance de distance entre les centres de deux pastilles

Largeur des bornes
Tolérance
w
<1,0 +0,05
>1,0 +0,10

Dimensions en millimétres.

5.5.3

s a la

Décalage du centre des contacts imprimés sur les plans avant et arriére d'une

carte

Comme présentée a la Figure 15, la tolérance de décalage du centre des contacts imprimés

sur les

plans avant et arriére d'une carte (¢) doit étre +0,20 mm.
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BN

- -leo -

Contact imprimé

4
\
I I

NN

Matériau de base

IEC

5.6 2
5.6.1

La tol

Figure 15 — Décalage du centre des contacts imprimés

sur les plans avant et arriére d'une carte

fone de report

Tolérance de distance entre les centres de deux pastilles

brance de distance entre les centres de deux pastilles- adjacentes (S4)

et de
hée au

deux pastilles paralléles adjacentes (S) comme présentée ada-Figure 16 est don
Tableay 14.
y - B
—E=- ,
1 E |
y : :I:*:I
Centre de la.pastille ‘H‘H' - m
S
> <
S
IEC
Figure 16 — Zone de report
Tableau 14 — Tolérance de distance entre les centres de deux pastilles
Distance entre les Tolérance
centres mm
S, +0,03
s +0,05
5.6.2 Tolérance de largeur des pastilles

La tolérance de largeur des pastilles d'une zone de report (w) comme présentée a la
Figure 17 est donnée au Tableau 15. La tolérance des pastilles dont I'étroitesse est inférieure
a 0,15 mm doit étre AABUS.
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Pastille «< .

Centre de la pastille ‘

IEC

Figure 17 — Largeur des pastilles d'une zone de report

Tableau 15 — Tolérance de largeur des pastilles d'une zone de report

Largeur dfvs pastilles Toléfande
0,15 <w<0,35 +0,04
w> 0,35 +0,06

Dimensions en millimétres.

Diamétre des pastilles et tolérance<pour BGA/CSP
ance de diameétre des pastilles pour’BGA/CSP est spécifiée en a) et en b) ci-de

yone de report est présentéesada Figure 18. La tolérance de diameétre des past
r les BGA/CSP formés exclusivement d'un conducteur est donnée au Tableau 1

Pastille Pastill

/_

I
1
|
: Conducteur|
|

Conducteur Matériau de base

tériau-de base ’%/ —\ M-E—i—;-/

BSOUS.

lles (d)
5.

Figure 18 — Diamétre des pastilles pour les BGA/CSP
formés exclusivement d'un conducteur

IEC
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Tableau 16 — Diamétre des pastilles et tolérance pour les BGA/CSP

Elément Tolérance de diameétre des pastilles Epaisseur du conducteur ?
mm um
Carte PWB HD! S 20 4 30
Carte PWB normalisée 0.0 30 4 50
28 Les dimensions sont données a titre de référence.

b) La zone de report est présentée a la Figure 19. La tolérance de diamétre des pastilles (d)

poyr les BGA/CSP formés a l'ouverture de I'épargne de brasure est donnée au Tab

Tableau 17 — Tolérance de diamétre des pastilles (d) pour
les BGA/CSP formés a I'ouverture de I'épargne de brasure

. Tolérance
Elément mm
Carte PWB HDI +0,03
Carte PWB normalisée +0,06

Epargne de brasure

Epargne de brasure

Matériau de base
Conducteur

IEC

eau 17.

Figure 19 — Diamétre des pastilles (d) pour les BGA/CSP
formés a l'ouverture de I'épargne de brasure

5.7 Repére conventionnel et repére de positionnement des composants

5.71

Forme et dimensions types du repére conventionnel

Le repére de positionnement des composants présenté a la Figure 20 est spécifié au
Tableau 18.
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Uq

i

Marque de positionnement
— des composants

i

K*IJ
\ Repére conventionnel

™

Carte imprimée

IEC

Figure 20 — Exemples de repére conventionnel
et de repére de positionnement des composants

Tableau 18 — Formes et dimensions des repéres types
conventionnels et de positionnement des composants

IEC 62326-20:2016 © IEC 2016

Elément Forme Diameétre
mm
Repére|conventionnel et repére de Cercle 10
positionhement des composants

5.7.2

Comme
repére

5.7.3

Comms
+0,05 n

58 (

L'épais

nm.

Tolérance de dimension du repére conventionnel et du repére de
positionnement des composants

présentée a la Figure 20;/da"tolérance de dimension du repére conventionng
de positionnement des composants est £0,1 mm.

Tolérance de position du repére de positionnement des composants

présentée a la Figure 20, la zone de report la plus éloignée du repére (u4, u,) d

Connexion entre couches — Métallisation en cuivre

5eUr minimale de la métallisation en cuivre sur la paroi du trou de liaison et de

d'insertion'de composants est donnée au Tableau 19

Tableau 19 — Epaisseur minimale de la métallisation en cuivre

| et du

oit étre

s trous

Epaisseur de la carte ou de la couche

Epaisseur minimale de la métallisation en cuivre

mm um

t>24 L'épaisseur doit é&tre AABUS
1,0<r<24 15
0,5<t<1,0 12
t>0,5 10

La mesure doit étre effectuée par observation optique d'une coupe transversale verticale en microsection. L'écart
de surface local n'est pas pris en considération.



https://iecnorm.com/api/?name=ce3d79d9233c5e0d4e0c6602c0f7d77c

IEC 62326-20:2016 © IEC 2016 -73 -

6 Qualite

6.1

Espacement entre le conducteur et la paroi d'un trou d'insertion de composants
ou d'un trou de liaison

L'espacement entre le conducteur et la paroi d'un trou d'insertion de composants ou d'un trou
de liaison ou l'espacement entre le conducteur intérieur et la paroi d'un trou doit étre
supérieur a 0,13 mm.

6.2

Ecart de position entre les couches conductrices d'une carte multicouche

L'écart entre les couches conductrices d'une carte multicouche doit satisfaire aux conditions
spécifiges en 5.5.3, en 6.1 et en 6.3.

6.3

argeur de pastille minimale

La lardeur de pastille minimale sur la couche la plus a l'extérieur (w,) provoquée
décalage de la pastille et du trou, ainsi que la largeur de pastille minimale sur une
intéried

re (w,) sont spécifiées au Tableau 20 (voir aussi Figure 21).

Tableau 20 — Epaisseur minimale de la métallisation en cuivre

par le
couche

Largeur de p|

Estille

Elément? minimal
mm

Au point de jonction de la pastille‘et du conducteur wy> 0,08

Largeurl de pastille minimale o

sur la cpuche extérieure w, b | Autres zones 6 <90
Cas d'un trou d'insertion~de composant non conducteur w, > 0,0p
Largeur] de pastille minimale Au point de jonctiontde la pastille et du conducteur w, > 0,0B

RO p
sur la cpuche intérieure w, Autres zones (sabf trous percés au laser) 9 6 <90

a

b

c

d

Indé
Incl
N'in

Auc

pendamment de la forme de la pastille-
t I'épaisseur de la métallisation du~trou traversant.
Clut pas I'épaisseur de la métallisation du trou traversant.

ine rupture de pastille intérieure n'est permise pour un trou percé au laser.

W1 W1
Pastille
Trou traversant
W1 o

@

W1

IEC

Figure 21 a — Largeur de pastille minimale sur la couche extérieure
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Figure 21 b — Largeur de pastille minimale sur la couche intérieure avec un trow'traversant métallisé

Pastille

Conducteur

/
e
\

Trou traversant

@

Figure 21 ¢ — Zone admissible de rupture de pastille
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Figure 21 — Largeur de pastille minimale

6.4 raitements de surface
6.4.1 Métallisation en or d'un contact imprimé

La métallisation en or d'un contact imprimé consiste généralement en une métallisation en or
durci superposée a la métallisation en nickel.

a) Métallisation en nickel

L'épaisseur de la métallisation en nickel sur un contact imprimé doit étre supérieure a
2,0 uym.

b) Métallisation en or

L'or durci doit étre utilisé pour la métallisation d'un contact imprimé. L'épaisseur de la
métallisation est supérieure a 0,1 pym.
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6.4.2 Autres traitements de surface

Les détails relatifs aux autres traitements de surface, notamment la métallisation en or
incrusté et le revétement de brasure, dépendent des méthodes d'interconnexion (par exemple,
brasage ou liaison filaire). Ces détails doivent étre AABUS.

6.5 Deéfauts d'épargne de brasure
Les exigences suivantes s'appliquent.

a) Les défauts sur une pastille pour les BGA/CSP doivent étre conformes a 5.6.3.

b) L'épargne de brasure ne doit pas présenter de rayure, d'arrachement, de microperforation,

Matériau
de base

ni de matériau étranger. Elle ne doit pas présenter de bulles qui s'étendent jusqu]a deux
conducteurs.
c) L'exposition du conducteur aprés l'application de I'épargne de brasure doit ‘étre cqnforme
aux illustrations de la Figure 22.
(Acceptable) (Non acceptable)
Conducteur Conducteur]
Epargne de brasure Epargne dg brasure
% atériau ! ! Matériau
de base de|base
(Acceptable) (Non acceptable)
£ de b Conducteur Conducteur
pargne|de brasure
Vs Pastille pargne de brasure Va Pastille
Matériqu - L
de basé Matériau
le base
(Acceptable) (Non acceptable)
Epargne|de brasure Conducteur Zone de report Epargne de brasure Conducteur -, 4o rd port
— W
e

%Materlau
# de base
IEC

Figure 22 — Exposition du conducteur

d) La largeur de pastille minimale provoquée par le décalage de I'épargne de brasure (w) sur
la pastille de la couche conductrice extérieure de la carte PWB utilisée pour l'insertion de
composants, comme présentée a la Figure 23, doit étre conforme aux spécifications
données au Tableau 21.
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Figure 23 — Largeur de pastille minimale provoquée
par le décalage de I'épargne de brasure

Tableau 21 — Largeur de pastille minimale

Elément Largeur de pastille minimale
Face ay composant Jusqu'a l'extrémité d'un trou
Doit étre supérieure a 0,03 mm
Face a |a brasure

La zone effective(@e brasage doit étre supérieure a 70 %.

e) Le phevauchement, la coulurelet le décalage de I'épargne de brasure sur une [pastille

(sems de la largeur (v) et sens-de la longueur (x)) sur la couche conductrice extéri
arte PWB utilisée pour.linsertion de composants, comme présentés a la Figure 24,
ent étre conformes+aux spécifications données au Tableau 22. Si I'épargne de
boftier est congue~pour couvrir la totalité de la zone de report, comme présentge a la

la @
doi
du

Figlre 24 b, le déplacement doit étre AABUS.

Ep

Argne’de

N

Epargne de
brasure

A

ure de

rasure

bra

SUTE

K

N

IEC

Figure 24 a — Décalage de I'épargne de brasure

Figure 24 — Chevauchement, coulure

Zone de
report

IEC

Figure 24 b — Chevauchement et coulure
de I'épargne de brasure

et décalage de I'épargne de brasure
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Tableau 22 — Chevauchement, coulure et décalage de I'épargne
de brasure sur une simulation d'impression

Elément Chevauchement, coulure et décalage
mm
Largeur (v) <0,05
Dimension longitudinale (x) <0,05

f) Une pastille pour bille ou pour liaison filaire ne doit pas présenter de chevauchement, de
coulure, ni de décalage de I'épargne de brasure, sauf si cette derniére est congue pour
couvrir une pastille.

arque de symbole

Généralités

a) Un ecte la

Figure 25 — Exemples de coulure ou d'élément flou

b) Ung Iégende doit étre impriniée a une distance de plus de 0,2 mm de la pastille djun trou
de liaison, de la pastillend'un trou traversant ou d'une zone de report.

c) Ung légende dont_la)hauteur (#) est inférieure a 1,5 mm peut ne pas étre lisible pour
identifier des lettres ou des marques (excepté pour les caractéres chinois). Un exemple de
hauteur d'une marque de Iégende est donné ci-dessous.

Remarque t\Rour une légende, il convient d'utiliser une largeur de ligne d'une éppisseur
supgrieure-a 0,15 mm.

Remarque 2: Il convient d'appliquer une légende directement sur I'impression condquctrice
ou defotalement ['éloigner du conducteur

A‘Q

6.6.2 Surface du conducteur

IEC

L'extrémité d'un conducteur ne doit pas présenter de gonflement, de pli, de fissure, de
séparation du conducteur du substrat, ni de fracture métallique. La surface du conducteur ne
doit présenter aucune modification de couleur qui peut causer un défaut dans I'assemblage,
aucune obstruction ni aucun matériau étranger. L'exposition du conducteur nu traité avec
métallisation, traitement de surface ou revétement n'est pas permise.
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6.6.3 Entre les conducteurs

Aucun matériau étranger ne doit relier deux conducteurs et ne peut engendrer un probléme

d'isolement entre les conducteurs.

6.6.4 Défauts dans les couches isolantes
Les défauts des couches isolantes sont énumérés ci-dessous:

a) Blanchiment et délabrement

Il ne doit avoir aucun blanchiment au croisement des fibres ni délabrement qui chevauche

les conducteurs, les trous d'insertion de composants ou qui se situe entre les tr
Iiaision. Des exemples de blanchiment au croisement des fibres et de delabreme]
donnés a la Figure 26 et a la Figure 27. N

IEC

Figure 27 — Exemple de délabrement

ous de
nt sont
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b) Déc

ollement interlaminaire, gonflement et vide

Il ne doit se produire aucun décollement interlaminaire, gonflement ou vide empilé qui
peut entrainer un probléme de fiabilité d'un produit dans une carte multicouche.

¢) Inclusion de matériaux étrangers

Les

6.6.5

couches isolantes ne doivent comporter aucun matériau étranger ni aucune
imperfection, par exemple, un décollement interlaminaire, qui peut provoquer un probléme
au cours du processus d'assemblage.

Routage et percage

Les fissures causées par l'usinage par presse lors du routage et du pergcage de trous, ainsi

nLQ

que le

6.6.6

Les déf
a) Ent
La larg

inféried
largeur|

=

1 -t Py AA
IalU, UUIVCITIL ©TUCT AADUO.

Impression conductrice
auts de l'impression conductrice sont énumérés ci-dessous:
pille de conducteur

eur d'une entaille de conducteur (w) comme présentée a)la Figure 28 dq
re a 30 % de la largeur finale du conducteur. La longueur_{/) doit étre inféried
de l'impression conductrice.

ntaille de conducteur Conducteur Entaille de conducteur

\ \

it étre
re ala

\ |
N St T

b) Rés

La larg
présen
sépara
alasé

Figure 28 — Entaille de conducteur
idu de conducteuridans les espacements de conducteur

eur (w) d'un\résidu de conducteur dans les espacements de conducteur
ée a la Figure 29 (saillie ou résidu de gravure) doit étre inférieure a 30 9
ion finale)du conducteur ou a 0,30 mm. La longueur d'un résidu (/) doit étre inf
paration*finale du conducteur.

Saillie de conducteur Saillie de conducteur Conducteur

comme
de la
érieure

/ "4

- ¥ . (T
! ) I = 1\j§ I ]
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Figure 29 — Résidu de conducteur
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